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1. 緒　言

　部品内蔵プリント配線板は三次元実装の一形態であり，
高密度配線の実現や小型化，電気的特性・熱的特性，接続
信頼性の向などのメリットがある。近年表面実装用のデバ
イスを配線板内層に埋め込む技術の研究開発が行われ，そ
の結果 2003年にベアチップを内蔵するプリント配線板が初
めて市場に登場し 1)，その後相次いで受動部品内蔵基板や
WLP内蔵基板が実用化された 2)～4)。実用化された内蔵基板
において，その構造や製造条件は，内蔵する部品毎に個別
に最適化されている。
　内蔵部品の接続には，はんだ接続，めっき接続，フリッ
プチップ接続といった技術があるが 5)，系統立てて部品内
蔵特有の課題を明らかにした事例は少ない。また，用途に
より基板に要求される信頼性基準は異なっており，アプリ
ケーション・信頼性区分と要求特性，対応技術という体系
化も今後必要となってくると思われる。さらに，実装技術
に関わらず共通して起こり得る故障モードや，層構成・残
銅率などの配線板構造の信頼性におよぼす影響については
可能な限り共有認識を持つことが配線板設計およびプロセ
ス設計に必要である。これらの信頼性基準の体系化や共有
認識は，試作開発の効率化に，また部品内蔵プリント配線
板の一層の普及につながると考える。

　ベアチップ内蔵基板の共通課題を抽出するため実際に評
価基板の作製・評価を行ったところ，構造によってはベア
チップ下のアンダーフィル部分でリフロー時の剥離破壊が
生じるケースがあることが報告されている 6)。また，この
報告に関連して配線板構造による熱変形挙動の違いを解析
により求めると共に，実際の熱変形挙動を測定して解析結
果と比較した結果も報告されている 7)。
　本報告では，能動部品と受動部品を同時に内蔵した評価
基板を作製し信頼性評価試験の実施例を紹介する。また，
受動部品である抵抗部品を表面実装および内蔵し，3点曲
げ試験方法を用いて繰り返し曲げ試験を行った事例を紹介
する。

2. 実　験

2.1　試験基板

　受動部品と能動部品を同時に内蔵した部品内蔵基板評価
キット (SIPOS-EB01, 01-2)の概要を Fig. 1に示す。これは
JPCA規格 EB01に準拠して，信頼性試験を含む一連の評価
を行うことを目的に作製したものである。4層構造で，L2
層の上に TEGチップとチップ抵抗がマウントされており，
ビア接続で L1層と接続されている。板厚は，0.58 mmであ
る。ビアはレーザで穴あけした後，銅めっきで形成されて
いる。SIPOS-EB01のレイアウト（基板上面図）を Fig. 2に
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Fig. 1 Layer structure of SIPOS-EB01, EB01-2


